INHALT

INHALT

1144

Das neue Priifadapterdesign ,BAL fiir kleine
Platinen ermdglicht individuelle Adaptionen
fiir Baugruppen jedweden Formfaktors
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Leicht zu tibersehen: Ultrakompakte Leiterplat-  Augmented Reality hilft beim effizienten Messen  Sprung in die Zukunft: Industrie 4.0 erfordert

te fiir winzigen Digicam-Sensor entwickelt und Testen von PCBs einheitliche Kommunikationsschnittstellen
Kiinstliche Intelligenz wird Kiinstliche Intelligenz
die Elektronikindustrie verandern 1073 wird die Elektronikindustrie nachhaltig verandern 1096
Mit Augmented Reality
AKTUELLES PCB-Prototypen in Betrieb nehmen und testen 1102
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Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
BAUELEMENTE ,LIDAR', Schliissel zum automatisierten Fahren:

Nehmen uns chinesische Hersteller

Kleinste Digitalkamera die Butter vom Brot? 111
der Welt 1092 o i
Kiihlkgrper zur Flissigkeitskiinlung 3D-MID-Technologie bistet hochsten
von Leistungsmodulen 1092 physischen Schutz fiir POS-Terminals 1118
IP-basierter PWM-Controller Standard-Datenschnittstelle -
fiir LED-Beleuchtungssteuerungen 1093 keiner lebt fiir sich allein 1120
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INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Punktgenaues Hitzemanagement: Thermisch leitfahige Klebstoffe sorgen
fiir kiihle Leiterplatten

Ventec International Group

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung

von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GroBbritannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedurfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Energieeffizienz bei GaN-basierten Bauelementen und Schaltungen ge-
winnt immer mehr an Bedeutung

Coole Anwendungen fiir warmeleitende Klebstoffe 1131
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Abwasseraufbereitung
ist Umweltschutz 1141
Neue Priifadapter-Generation 1144 }
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Braucht Europa eine Megafabrik fiir Halbleiterchips? In Sachsen werden
die Kapazititen bereits extensiv erweitert

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Kostengiinstige Fertigung von Photonik, Optik und Elektronik 1149

Energieeffiziente GaN-basierte Leistungselektronik

FORUM

Halbleiterchips — Lebenselexier der Wirtschaft
Kolumne: Sturm im Wasserglas
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International genutzt werden kann.

Weitere Informationen:
www.cieluch.de

Das Ingenieurbiiro Markus Cieluch GbR présentiert sich
als Leiterplatten Layout Service. Mit iiber 20 Jahren
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus dem
kommerziellen, medizinischen und ebenso aus dem mi-
litdrischen und dem Luftfahrt-Bereich. GroBe Erfahrung
gibt es auch in der Hochspannung, mit Schaltreglern und
High-Speed Anwendungen. Im Bereich Leiterplatten-
Design wird ein Vor-Ort Service angeboten, der auch
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Bauelemente Distribution e.\.
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a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de J
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Fachverband fir Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Fachverband Elektronik-Design e. V. W
Tel. +49 30 340 60 30 50 1107
info@fed.de, www.fed.de J
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The European
Electronics Assacla(mn

EIPC - Der Europaische
Elektronik-Verband

Tel. +31 46 4264258 mz
WWW.€ipc.org

ZVEl:

Die Elektroindustrie

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB 125
and Electronic Systems

Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org
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INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e. V. 1136
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

Forschungsvereinigung l

Réumliche Elektronische

Baugruppen 3-D MID e. V. 1145
MID Tl +49 911 5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e. V.

Tel. +49 211 1591-0 155
romina.krieg@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de
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